
Ερωτήσεις 
 

1. Να δοκεί ο οριςμόσ ενόσ ςφνκετου αιςκθτιρα. Στθν περιγραφι να ςυμπεριλάβετε το 

αρχικό και το τελικό ςιμα και τθ μετατροπι ενζργειασ που πραγματοποιείται. 

2. Τι ορίηεται ωσ μικροαιςκθτιρασ; Να αναφζρετε παραδείγματα τθσ επίδραςθσ τθσ 

μείωςθσ των διαςτάςεων ςτα πεδία τθσ χωρθτικότθτασ, ροισ, διάδοςθσ κερμότθτασ. 

3. Τι είναι ο λόγοσ επιφάνειασ προσ όγκο (aspect ratio); Για ποιο λόγο χρθςιμοποιείται ςτθ 

μικρομθχανικι; 

4. Να αναφζρετε και να περιγράψετε επιγραμματικά τα ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ 

αιςκθτιρα. 

5. Να αναφζρετε 4 φαινόμενα μετατροπισ.  

6. Ποιοι είναι οι ςτόχοι τθσ προςομοίωςθσ τθσ λειτουργίασ των αιςκθτιρων; Να αναφζρετε 

επιγραμματικά τα ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ μοντζλου προςομοίωςθσ. 

7. Τι ορίηεται ωσ clean room (κακαρόσ χϊροσ) και τι επιδιϊκεται με τθ χριςθ του. 

8. Τι  είναι το ASIC (applications specific integrated electronics) και πωσ ςχετίηεται με τον 

αιςκθτιρα; Να αναφζρετε τισ βαςικζσ λειτουργίεσ ενόσ ASIC κυκλϊματοσ.   

9. Τι είναι τα MEMS (μικροθλεκτρομθχανικά ςυςτιματα); 

10. Με ποιεσ βαςικζσ τεχνικζσ  καταςκευάηονται οι τριδιάςτατεσ λειτουργικζσ δομζσ ςτισ 

μικροδιατάξεισ; 

11. Τι είναι θ λικογραφία και πωσ χρθςιμοποιείται ςτα MEMS; 

12. Ποιο είναι το κφριο υλικό υποςτρϊματοσ ςτα MEMS και γιατί; Ποια νζα κατθγορία 

υλικϊν ζχει παρουςιάςει καινοτόμεσ διατάξεισ τα τελευταία χρόνια; 

13. Να περιγράψετε τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ μικρομθχανικισ όγκου/επιφανείασ; 

14. Τι είναι το packaging/housing και ποια θ ςθμαςία του; Πωσ διαφοροποιοφνται ςτον 

τομζα αυτό τα MEMS ςε ςχζςθ με τυπικά κυκλϊματα μικροθλεκτρονικισ; 

15. Έςτω χωρθτικόσ αιςκθτιρα που βαςίηει τθ λειτουργία του ςε πυκνωτι που αποτελείται 

από δφο άκαμπτεσ πλάκεσ. Να αναπτφξετε τισ ςχζςεισ που δίνουν τθν μεταβολι τθσ 

χωρθτικότθτασ του πυκνωτι όταν: 

-  O κινοφμενοσ οπλιςμόσ μετακινείται ςε επίπεδο κάκετο ςε αυτό των οπλιςμϊν 

- O κινοφμενοσ οπλιςμόσ μετακινείται ςε επίπεδο παράλλθλο ςε αυτό των οπλιςμϊν 

- Μετατοπίηεται το διθλεκτρικό ενϊ οι οπλιςμοί παραμζνουν ακίνθτοι. 

Να οριςκοφν λεπτομερϊσ όλα τα μεγζκθ που εμπλζκονται ςτουσ τφπουσ. 

16. Να περιγράψετε επιγραμματικά τθν αρχι λειτουργίασ των χωρθτικϊν αιςκθτιρων.  

17. Ποια τα κφρια χαρακτθριςτικά των χωρθτικϊν πυκνωτϊν; Παρακζςτε 3 παραδείγματα 

ςχετικϊν ςυςκευϊν. 

18. Να περιγράψετε το φαινόμενο τθσ μεταφοράσ κερμότθτασ μζςω 

αγωγισ/διαγωγισ/ακτινοβολίασ. 

19. Να αναφζρετε του τρεισ τρόπουσ μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

και μιασ επιγραμματικισ περιγραφισ τθσ κάκε μιασ. Ποιεσ οι βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ 

τουσ; 



20. Να εξθγιςετε τθν αρχι λειτουργίασ ενόσ κερμομζτρου αντίςταςθσ (Resistance 

Temperature Detector). Να αναφζρετε τον βαςικό τφπο λειτουργίασ και να ςχολιάςετε 

τα εμπλεκόμενα μεγζκθ. Ποια είναι θ κφρια επιδίωξθ όςον αφορά τθν απόκριςι του; 

21. Τι είναι το κερμοηεφγοσ και τι τα κερμοςτοιχεία; Να ςυμπεριλάβετε τθν επεξιγθςθ του 

φαινομζνου Seebeck.  

22. Να αναφζρετε 4 τφπουσ αιςκθτιρων μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ. 

23. Να περιγράψετε τθν αρχι λειτουργίασ του χωρθτικοφ αιςκθτιρα πίεςθσ. Από ποιουσ 

παράγοντεσ εξαρτάται θ λειτουργία του; 

24. Να περιγραφεί θ λειτουργία του αιςκθτιρα πίεςθσ ςε touch-mode. Ποια τα 

χαρακτθριςτικά αυτοφ του είδουσ λειτουργίασ. 

25. Να περιγράψετε τθν τεχνικι ακφρωςθσ ςφάλματοσ. Δϊςτε παράδειγμα ςε ζνα 

αιςκθτιρα πίεςθσ. 

26. Να αναφζρετε τουσ δφο κφριουσ τφπουσ αιςκθτιρων μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ. Ποια τα 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του κάκε τφπου;  

27. Να αναφζρετε του τρεισ κφριουσ τφπουσ αιςκθτιρων μζτρθςθσ τθσ επιτάχυνςθσ. 

28. Να περιγράψετε αναλυτικά τθν αρχι λειτουργίασ του αιςκθτιρα επιτάχυνςθσ. Ποια 

μεγζκθ υπειςζρχονται ςτθ μετατροπι (transduction) του ςιματοσ; 

29. Να περιγράψετε ςχθματικά το ςφςτθμα μάηα-ελατθρίου ενόσ χωρθτικοφ αιςκθτιρα 

επιτάχυνςθσ. Να εξθγιςετε τα μεγζκθ και τουσ  όρουσ τθσ εξίςωςθσ 

 

30. Να περιγράψετε τθν αρχι λειτουργίασ διαφορικισ μζτρθςθσ ςε ζνα χωρθτικό αιςκθτιρα 

επιτάχυνςθσ. Για πολφ μικρζσ μετατοπίςεισ του κεντρικοφ θλεκτροδίου, να εξαχκεί ο 

τφποσ που ςυνδζει τθν μεταβολι ςτθ χωρθτικότθτα του ςυςτιματοσ. (Ξεκινιςτε από το 

τθ ςχζςθ που ςυνδζει χωρθτικότθτα-απομάκρυνςθ ςε ζνα πυκνωτι με δφο πλάκεσ). 

31. Να αναφζρετε και να ορίςετε τα μζρθ που αποτελοφν τυπικά ζνα επιταχυνςιόμετρο 

καταςκευαςμζνο με τεχνικζσ MEMS. Πωσ πραγματοποιείται θ ανίχνευςθ τθσ 

επιτάχυνςθσ;   

32. Από ποφ προζρχεται θ απόςβεςθ (damping) κατά τθν κίνθςθ των μθχανικϊν μερϊν ενόσ 

χωρθτικοφ επιταχυνςιόμετρου; 

33. Να περιγράψετε το φαινόμενο του spring softening. 

34. Ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά λειτουργίασ ενόσ επιταχυνςιομζτρου; 

35. Τι ορίηεται ωσ εφροσ ηϊνθσ ςε ζνα χωρθτικό επιταχυνςιόμετρο; Ποια ςχζςθ ςυνδζει τθσ 

ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ fn με τθ μάηα και τθ ςτακερά ελατθρίου του επιτχυςνιομζτρου; 

36. Τι είναι ο κόρυβοσ Brown; Με βάςθ των παρακάτω τφπο να αναφζρετε τρεισ τρόπουσ 

μείωςθσ του κορφβου Brown κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ επιταχυνςιομζτρου. 

 

 

 

37. Να εξάγεται τουσ τφπουσ για τθν ευαιςκθςία ενόσ χωρθτικοφ επιταχυνςιομζτρου, τόςο 

ωσ προσ τθν μετατόπιςθ Sx=dC/dx (μθχανικι ευαιςκθςία)  όςο και προσ τθν επιτάχυνςθ 

Sa=dC/da (θλεκτροςτατικι ευαιςκθςία). 

38. Τι γνωρίςετε για το επιταχυνςιόμετρο κλειςτοφ βρόγχου; Ποια τα πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με το επιταχυνςιόμετρο ανοιχτοφ βρόγχου, και από ποφ 

προζρχονται; 
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39. Να περιγράψετε τθν αρχι λειτουργίασ ενόσ κερμικοφ αιςκθτιρα ροισ. Σε ποιο 

φαινόμενο μεταφοράσ βαςίηεται θ λειτουργία του; 

40. Καταςκευαςτικά, ποια είναι θ βαςικι επιδίωξθ από τθν εκάςτοτε υιοκετοφμενθ 

τεχνολογία καταςκευισ, ςχετικά με τθν απόδοςθ ενόσ κερμικοφ αιςκθτιρα ροισ; Να 

αναφζρετε τρόπουσ που μπορεί να επιτευχκεί αυτό. 

41. Με τθ βοικεια ποιου αδιάςτατου αρικμοφ ορίηεται θ μετάβαςθ από τθν ςτρωτι ςτθν 

τυρβϊδθ ροι; Για ςτακερό ρυκμό ροισ, τι ςυμβαίνει ςτθν τιμι του αρικμοφ αυτοφ εάν 

μειωκεί θ διάμετροσ του ςωλινα; 

42. Να αναφζρετε 5 τφπουσ αιςκθτιρων ροισ, με μια πολφ ςφντομθ περιγραφι του κάκε 

ενόσ. 

43.  Να περιγράψετε τθν αρχι λειτουργίασ κερμοφ νιματοσ για ζναν κερμικό αιςκθτιρα 

μζτρθςθσ τθσ ροισ. 

44. Ποιεσ οι εμπλεκόμενεσ παράμετροι ςτθ λειτουργία ενόσ αιςκθτιρα ροισ; 

45. Να αναφζρετε τα βαςικά δομικά ςυςτατικά ενόσ κερμικοφ αιςκθτιρα μζτρθςθσ τθσ 

ροισ καταςκευαςμζνου με μικρομθχανικζσ μεκόδουσ.  

46. Έςτω ζνασ μικρομθχανικόσ αιςκθτιρασ ροισ. Περιγράψτε τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και 

εξοπλιςμό που απαιτοφνται προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να μετριςει το 

ρυκμό ροισ. 

47. Να ςυγκρίνετε τισ αρχζσ λειτουργίασ θερμοφ νήματοσ και διαφορικήσ μζτρηςησ του 

κερμικοφ αιςκθτιρα ροισ.   

48. Τι είναι θ ρευςτομθχανικι (microfluidics); 

49. Ποια τα κφρια χαρακτθριςτικά των μικρορευςτομθχανικϊν ςυςτθμάτων; 

50. Να αναφζρετε τα κφρια πλεονεκτιματα των ρευςτομθχανικϊν ςυςτθμάτων. 

51. Να αναφζρετε τα μερικζσ βαςικζσ εφαρμογζσ μικρορευςτομθχανικϊν ςυςτθμάτων (5). 

52. Τι περιγράφεται με τον όρo “lab-on-a-chip”; Να ςυμπεριλάβετε ςτθν περιγραφι τον 

τφπο των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και τα βαςικά τμιματα των ςχετικϊν 

ςυςτθμάτων. 

53. Να αναφζρετε τθν επίδραςθ του φαινομζνου τθσ «κλιμάκωςθσ» (scaling effect) ςτθ 

ρευςτομθχανικι 

54. Γιατί τα ρευςτομθχανικά ςυςτιματα εξαςφαλίηουν ταχφτερθ απόκριςθ;  

55. Γιατί το πακετάριςμα και θ ολοκλιρωςθ των μικρορευςτομθχανικϊν διατάξεων 

αποτελεί πρόκλθςθ; 

56. Ποια τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ μικρορευςτομθχανικοφ ςυςτιματοσ; 

57. Να αναφζρετε μερικζσ εφαρμογζσ των εφκαμπτων οργανικϊν θλεκτρονικϊν. 

58. Να περιγραφεί θ ζννοια τθσ τεχνθτισ επιδερμίδασ ςε ρομποτικζσ εφαρμογζσ. 

59. Να περιγράψετε τθν ζννοια του trade-off 

60. Κατά τθ λειτουργία ενόσ κερμικοφ αιςκθτιρα μζτρθςθσ τθσ ροισ ςε λειτουργία θερμοφ 

νήματοσ, το ςήμα του είναι εξάρτηςη τησ θερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. Αντίθετα ςτην 

λειτουργία  διαφορικήσ μζτρηςησ θ εξάρτθςθ αυτι ελαχιςτοποιείται. Δικαιολογείςτε 

γιατί ιςχφει κάτι τζτοιο 

61. Να αναφζρετε μερικά πλεονεκτιματα των εφκαμπτων αιςκθτιρων. 

62. Ποια είναι τα κφρια πλεονεκτιματα των αιςκθτιρων MEMS ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυμβατικοφσ αιςκθτιρεσ; 

63. Κατά τθν καταςκευι ενόσ αιςκθτιρα (τελικό προϊόν), ποιοσ τομζασ είναι αυτόσ που 

ανεβάηει περιςςότερο το κόςτοσ; Περιγράψτε   


